


                 整改设计案例                    公开文件 

                                                                                             

此版权归深圳市恒创技术有限公司所有   翻录必究                 第 2 页 共 6 页 

车载惯性导航总成整改案例分享 

1. 现象描述 

此款车载惯性导航总成产品在按照 SMTC 3 800 006-2017（上汽）测试标准

进行测试时，产品的辐射发射以及传导发射（电压法以及电流法）均出现测试超

标现现象，本文档通过对产品的超标频点进行定位分析，针对产品的原理图以及

PCB 进行优化设计，使产品最终能顺利通过测试。 

 

图 1：惯性导航总成 

2. 摸底测试情况 

 



                 整改设计案例                    公开文件 

                                                                                             

此版权归深圳市恒创技术有限公司所有   翻录必究                 第 3 页 共 6 页 

3. 定位分析 

图 2 所示为产品的工作原理，其潜在的干扰源主要有四部分，分别为电源转

换模块（DC-DC）、串口转换电路、CAN 转换电路、数字信号处理。 
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                          图 2：工作原理 

结合原样机摸底测试数据，（参照图 3），超标频点之间存在一定的规律，

超标频点之间的频率大概是相隔 450KHz-500KHz，初步判断 DC-DC 以及 CAN

转换电路是导致测试超标的源头。 

 

图 3：摸底测试数据 

通过对产品的原理图进行查看，发现产品使用的 DC-DC 型号为

LTC3115IDHD-2，此款 DC-DC 不同与以往的芯片，以往的 DC-DC 都是 SW 脚

之后输出，此款 DC-DC 两个 SW 脚之间串联了一个电感。此款 DC-DC 芯片的
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开关频率为 450khz，与实际测试超标频点间隔相匹配，可以肯定导致测试超标

的源头就是此款 DC-DC。 

 

图 3：DC-DC 芯片 

4. 整改方案 

在明确干扰源为 12V 转 5V 开关电源芯片之后，通过对产品的原理图以及

PCB 进行改版设计，方案如下： 

方案 1： 

电源输入部分电路，共模电感下方铺地处理。 

 

 

方案 2： 

   DC-DC 芯片 VIN 脚滤波电容靠近芯片引脚放置。此款芯片有多个 VIN 输入，
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所以每个引脚均需要放置滤波电容。 

 

 

方案 3： 

机器外壳与主板 GND 之间使用电容跨接，电容大小 10NF。 

 

 

方案 4： 

SW2 增加吸收电容。 
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改版之后，产品最终在上海必维检测测试通过。 

 

5. 经验分享 

 金属外壳的产品，在设计之初应该考虑主板 GND 与外壳之间的连接方式，

建议预留电容或者电阻跨接，方便后续整改； 

 DC-DC 的干扰，对于电源芯片的 VIN 输入端，电容需靠近芯片引脚放置。 

 并非所有产品的共模电感下方的地需要挖空处理，此款 DC-DC 产品，共模

电感挖空后起到反作用。 
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